
标准植球工艺

助焊剂属性
行业标准测试结果

助焊剂类型 ORH0*

基于IPC J-STD-004A 的测试要求

根据IEC 61249-2-21及EN14582 的要求
测试结果为无卤

<900 ppm Cl
<900 ppm Br 
<1,500ppm 总量

所有信息仅供参考，不作为订购产品的规格说明。

数值 测试方法

典型黏度 18kcps 
(5 分钟)

Brookfield HB 
DVII±CP  (5rpm)

典型酸值 90mg KOH/g 滴定法

典型粘力 175g J-STD-005 
(IPC-TM-650: 2.4.44)

保质期 0–30°C 1 年 黏度变化/显微镜观查

表格编号: 99552 (SC A4) R3

特点
• 无卤 – 无人为添加卤素

• 消除了“预清洗”的工艺成本并避免翘曲缺陷

 – 无需额外的涂布助焊剂、回流和清洗的步骤，且无
基板翘曲（见右图）

• 在空气或氮气中回流

 – 可以节省氮气成本

• 无虚焊

 – 加热及快速焊接期间其粘性的保持可以确保焊锡
球在回流中不会移位

• 在多种表面具有出色的可焊性

 – 在 NiAu 甚至氧化的铜 OSP（OSP厚度高达0.3mm）
上也能获得良好的焊接结果，针转移长时间一致性

 – 避免了锡球焊接质量随时间变化和成型尺寸不均
匀而导致的虚焊

• 低空洞率

 – 增强焊点强度

• 为无铅应用而设计

 – 适用于所有高锡合金: SAC105、 SAC305等

• 室温下用去离子水即可清洗干净

 – 节省热水费用

• 无白色残留物

 – 在较低的温度下清洗助焊剂残留物可避免形成白
色残留

• 在室温下稳定

 – 易于保存和使用，无结晶或胶球现象

 – 无需回温，可从罐装或筒装包装中取出直接使用

产品说明书

WS-823
无卤植球助焊剂

简介
铟泰公司的植球助焊剂 WS-823 使得无卤素（NIA=无人为添加卤素）一步植球
工艺成为可能，它消除了预清洗工艺，避免了助焊剂的浪费和翘曲效应。“标准
植球工艺”图展现了创建实现最终 BGA 植球的锡球与焊盘之间的可靠焊点所需
的典型的两步焊接工艺。只有当以下情况成立才能取消预清洗步骤：助焊剂有
足够活性来去除铜的氧化并形成牢固的焊点。WS-823是经过客户验证的，在最
终植球之前可以去除多重助焊和热工艺步骤的助焊剂。



立即联络（技术热线）： china@indium.com                    更多详情： www.indiumchina.cn

产品说明书

WS-823 无卤植球助焊剂
针转移
黏度测试方法 粘力测试方法

• 设备
– Texture Technologies TA.XT2

• 参数
– 环境条件 
– 湿度：50% ± 3% 
– 室温：21.5°C ± 2°C

• 设备
– Brookfield 锥板（布鲁克菲

尔德锥板）
– 模型：DV3THBCB

• 参数
– 主轴： CP-51 
– 温度： 25°C 
– 转速： 10rpm

黏度随时间变化
黏度控制

粘力随时间变化

一致的助焊剂沉积
WS-823一致的黏度和粘力确保了稳定
一致的助焊剂沉积尺寸，并消除了回流
之前的少球现象。
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WS-823 无卤植球助焊剂

回流
推荐的温度曲线

WS-823 适用于空气和氮气回流，在其他回流温度曲线中也有
很好的表现。

消除额外成本和翘曲现象 
对于倒装芯片 BGA，底部焊盘的氧化
程度会变得很高。WS-823 消除了预清
洗步骤的需要，可以：
• 减少工艺成本
• 减少芯片翘曲
• 增加 UPH

回流

消除少球现象及增强焊点
强度
WS-823 通过高黏度和快速焊接消除了
回流焊过程中的少球现象。良好的润湿
性确保了焊点强度。

where, SR : 铺展率 (%)
 H : 焊料铺展高度(毫米)
 D : 焊料直径(mm)，假设其为球形
  D = 1.24V1/3

 V : 测试焊料质量密度比

SR =              x 100.....................................................(16)D – H
D

可焊性测试方法
• 将助焊剂印刷到金属表面
• 将锡球放置到助焊剂上
• 回流（空气或氮气）
• 测量回流高度沉积
• 计算铺展率（润湿性）
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WS-823 无卤植球助焊剂
清洗
FIB 和 SIMS 在 Cu OSP 基板上的分析
新鲜铜-OSP基板 WS-823 助焊剂清洗后的铜-OSP基板

清洗测试
• 无需高压水清洗

 – 去离子水

 – 去离子水导电率≤1.00μS/cm                       

 – 零压强                   

 – 流量5cc/分钟

简化的低成本清洗
WS-823 可在室温下只用去离子水清洗，
避免化学清洗的高昂成本及热水费用


